
二次元材料を集積回路に！ 

Introducing 2D Layered Materials into LSI World! 
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3 次元方向の積層技術も含めて、シリコン集積回路の集積化は現在進行形であり、技術世代と

して 2nm程度までは技術ロードマップが示されている。一方、更なる集積回路素子の微細化・集

積化にむけた半導体材料として、2 次元層状物質が提案されている。しかし、その集積回路素子

化技術は、社会実装される域に達していない。本パネルディスカッションでは、2 次元層状物質

の集積回路素子化に向けた材料・集積化・回路化技術研究の過去、現在・課題、そして未来を材

料研究からコンパクトモデルなど多様な見地から議論します。 
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